
阅读材料 3   PCB 布版方法 

在前两篇中我们已介绍了原理图绘图与单片机仿真的方法，本篇将介绍 Proteus 的第三大功能——

PCB 布板功能。本篇将按照 PCB 基本概念、创建 PCB 标签页、PCB 标签页的界面、布版准备工作、

布版工作流程的顺序展开介绍。 

3.1 PCB 的基本概念 

为了更好地掌握 PCB 设计技能，需要先了解一些 PCB 的常识，这对 PCB 设计是有益的。 

1. PCB 的概况 

PCB（Printed Circuit Board）是印刷电路板的缩写。PCB 由绝缘基板和附在其上的印制导电图形

（焊盘、过孔和铜模导线）以及图文（元件轮廓、型号和参数）等构成，如图 B.57(a)所示。PCB 的作

用是为电子元器件提供支撑和定位，实现电路板上各元器件间的电气连接。焊接元件后的 PCB 如图

B.57(b)所示。 

   

（a）导电图形                    （b）电气连接 

图 B.57  PCB 的外观 

PCB 的颜色通常是绿色或是棕色的，这是阻焊（Solder mask）的颜色，是绝缘的防护层，可以保

护铜线，也防止波峰焊时造成短路，并节省焊锡用量。在阻焊层上还会印刷上一层丝网印刷面（Silk 

layer），通常会印上文字与符号，以标示出各元件在板子上的位置。 

PCB 可以代替复杂的布线，实现电路中各元件之间的电气连接，不仅可简化电子产品的装配、焊

接工作，而且还能缩小整机体积，降低产品成本，提高电子设备的质量和可靠性。 

印刷电路板具有良好的产品一致性，它可以采用标准化设计，有利于在生产过程中实现机械化和

自动化。几乎所有电子设备，小到电子手表、计算器，大到计算机、通信电子设备、军用武器系统等

等，只要有集成电路等电子元件，都要使用印刷电路板。 

目前印刷电路板的结构和质量也已发展到超高密度、微型化和高可靠性程度；新的设计方法、设

计用品和制板材料、制板工艺不断涌现。各种计算机辅助设计(CAD)印刷电路板的应用软件已经在行

业内普及，在专门化的生产厂家中，机械化、自动化生产已经完全取代了手工操作。 

2. 焊盘的概念 

焊盘（Pad）是 PCB 上用来连接导线和元件的焊接结

点，每个焊盘对应一个元件的引脚。从 PCB 设计软件角度来

看，焊盘也是一种导体图形，常见的有圆形、正方形和矩

形。对于针脚式安装，焊盘中心有一个圆孔，用于插入元件

 

图 B.58 常见焊盘的形状与参数 
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引脚，表贴式安装没有此圆孔（如图 B.58 所示）。 

3. 过孔的概念 

过孔（Via）是实现不同导电层之间电气连接的导电

孔，通常采用钻孔后在基材壁上电镀金属的方法制成。 

过孔有 3 种类型，一是从顶层贯通到底层的穿透式过

孔，即通孔（through via）；二是从顶层通到内层或从内层

通到底层的盲过孔，即盲孔（blind via）；三是在内层之间

的电气连接，在顶层和底层看不见，好像是隐藏在内层的

过孔，即埋孔（buried via）。过孔的内径尺寸（hold size）

与外径尺寸（diameter）一般小于焊盘的内外径尺寸。图

B.59 为过孔的尺寸与类型。 

4. 元件封装的概念  

元件封装（Footprint）是指元件焊接到电路板时所具有的外观和焊盘位置。例如，80C51 单片机

是一个如图 B.60(a)所示的双列直插式集成电路芯片，但它在 PCB 中安装时要用到的是代号为 DIL40

的封装模型，如图 B.60(b)所示。 

由图可见，DIL40 模型中包含了元件丝印轮廓和 40 只焊盘图形，其尺寸为 1.9in×0.6in，焊盘间

距为 0.1in。在 Proteus 原理图模块中，80C51 与 DIL40 是有对应关系的，两者都存放在同一数据库

中。在进行 PCB 设计时，系统会将原理图中

的 80C51 自动替换为 DIL40。不过也有元件没

有默认封装模型的情况，这就需要在 PCB 设

计前予以确认。 

显然，元件封装模型只与元件的外观和焊

盘位置有关，而与元件本身无关，因此，不同

的元件是可以共用同一个元件封装模型的。所

以，在进行 PCB 设计时，不仅要知道元器件

的名称，而且要明确该元器件的封装模型，必

要时可以对其进行人工组合。 

3.2 创建 PCB 标签页 

PCB Layout（PCB 布版）是 Proteus 中进行 PCB 设计的软件模块，启动 PCB Layout 有两种方式：

在创建新项目时创建 PCB 布版标签页，在原理图或 Source Code 界面用工具按钮创建 PCB 布版标签

页。 

1. 在创建新项目时创建 PCB 布版标签页 

假定本例拟创建一个包含原理图、固件（Keil for 8051）和 PCB 的项目文件，文件名为

test.pdsprj，保存路径为 C:/Exa。具体方法如下（如图 B.61 所示）： 

第一步，单击“新建工程”选项→弹出创建新项目向导对话框： 

在“名称”文本框内输入新建项目的名称，文件名扩展名为*.pdsprj； 

在“路径”文本框内输入新项目的文件保存路径（文件夹），也可单击右侧“浏览”按钮打开文件

管理器选择保存路径；勾选“新工程”选项→单击下一步； 

第二步，弹出新建工程向导对话框→采用”基于所选模板，创建 PCB 布板设计”选项→单击下一

步； 

 

图 B.59 过孔的尺寸与类型 

 

（a）80C51 元件        （b）DIL40封装模型 

图 B.61 80C51元件及其封装模型 
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第三步，弹出“PCB Layer Stackup”向导对话框： 

图中显示，DEFAULT 模板是两层 PCB 结构，总厚度为 1.606 毫米。其中，顶层和底层的最外层

均为厚度 10 微米介电常数 3.5 的 Resist（防护），其次层为厚度 18 微米的 Copper（覆铜），中间层为

厚度 1.55 毫米介电常数 4.8 的 FR4 绝缘材料 Core（基板）。→单击“下一步”； 

 

 

图 B.61 在创建新项目时创建 PCB 布版标签页 

第四步，弹出“PCB Drill Pairs”对话框→图中显示，顶层和底层中的钻孔类型均为通孔 →单击
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下一步；“PCB Board Preview” 

第五步，弹出“PCB Board Preview”对话框： 

图中为该 PCB 模板的结构预览图，包括双面 10 微米厚的防焊油墨层+1.55 毫米厚的基板+通孔结

构。→单击“下一步”； 

第六步，弹出“新建工程固件向导”对话框→选择①8051、②80C51、③Keil for 8051、④勾选

“创建快速启动文件” →单击“下一步”； 

第七步，弹出新建工程向导总结对话框→显示新项目中包括了原理图、布板设计和固件三个工作

模块→单击完成。 

第八步，关闭新建工程向导→打开新建项目的最初工作界面。 

2. 用工具按钮创建 PCB 布板标签页 

如果在先前创建项目时没有选择创建 PCB 布版，则可在当前打开的项目中，单击系统工具栏上的

“PCB 设计”按钮 ，也能添加 PCB 标签页，如图 B.89 所示。不过，此时添加的 PCB 标签页是无法

选择模板的，只能是默认模板。 

3.3 PCB 工作界面 

创建的 PCB 标签页初始工作界面如图 B.62 所示。 

 

图 B.62  PCB 标签页的初始工作界面 

可以看到工作界面主要包括标题栏、菜单栏、工具栏、窗口标签、预览窗口、旋转工具、对象选

择器、模式工具栏、PCB 编辑区、层选择器、过滤选择器、网络表信息和错误显示等组成部分。 

其中标题栏、菜单栏、工具栏、信息栏都是标准的 Windows 风格，窗口标签也已见过，都无需介

绍了。下面主要介绍其余几个组成部分。 

1. PCB 编辑区 

PCB 编辑区为 PCB 绘制区域，主要用于放置元器件、封装及其对象并进行布局、布线、制作封装

模型等操作，也是 PCB 设计效果显示的平台。 

编辑区中网格线的作用也是方便对齐元器件用的，网格线的类型切换和网格之间距离的设定都是

在菜单【视图】中进行的，与原理图中的操作相同。 
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2. 模式工具栏 

模式工具栏由主模式工具栏、焊盘模式工具栏和二维模式工具栏 3 部分组成。在进行 PCB 设计

时，要根据需要选择不同的模式工具。模式工具栏主要功能介绍如表 B.4 所示。 

3. 对象选择器 

对象选择器是一个用于放置相关

对象的窗口，其内容会随着模式工具

的不同而改变。如单击封装模式，对

象选择器内显示所有已经从封装库取

出的封装，或者通过网络表导入原理

图中元器件的封装。单击过孔模式，

对象选择器内显示当前项目采用的所

有过孔。 

4. 预览窗口 

预览窗口有 3 项功能: 

单击选择模式，可以显示 PCB

编辑区的微缩全景。单击预览区后，

移动光标可以使整个编辑区移动，其

中绿色线框表示当前编辑区的可见区

域；单击非选择模式时，可以预览模

式工具的图形；单击旋转按钮时，可

以预览元件的旋转结果。 

5. 层选择器 

单击下拉按钮，弹出 PCB 模块

的所有层（layout），加上中文注解后

如图 B.63 所示。 

铜箔层：主要用于放置铜模走

线，通过铜箔层的设置实现单面、双

面、多层印制电路的设计。铜箔层包

括顶层铜箔层和底层铜箔层。 

丝印层；主要用于放置印制信

息，如元件的轮廓、标注和各种注释字符等。丝印层包

括顶层丝印层和底层丝印层。一般各种注释字符都在顶

层丝印层，底层丝印层可关闭。 

阻焊层：是指班上要上绿油的部分。因为它是负片

输出，所以有的部分实际并不是上绿油，而是镀锡，呈

银白色。阻焊层的主要作用是放置焊锡外溢造成电路短

路，在进行波峰焊接时阻焊层显得尤为重要，可以防止

非焊接点被焊锡污染。 

锡膏层：它和阻焊层的作用相似，该层一般用于贴

片元器件的 SMT 回流焊过程时上锡膏，它是在过焊炉时

用来对应 SMD 元器件焊点的，也是以负片的形式输

 

图 B.63 PCB 模块的所有层 

表 B.4 模式工具栏主要功能介绍 
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出，板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域，也就是不可以进行焊接的部分。 

机械层：一般用于设置电路板的外形尺寸、数据标记、对齐标记、装配说明以及其他的机械信

息。这些信息因设计公司或 PCB 制造商家的要求而有所不同。Proteus 的 PCB 模块包括 4 个机械层。 

禁止布线层：用于定义在电路板上能够有效放置元器件和布线的区域，在该层绘制一个封闭区域

作为布线有效区，在该区域外是不能自动布局和布线的。 

边界层：用于绘制封闭区域定义板边界，只有先绘制板边界才能放置元器件封装。 

需要注意的是，“层选择器”里的各种“层”其实都是绘图软件意义下的“图层”。除了铜箔层、

丝印层等与印刷电路板的物理层具有对应关系外，其它都只是记录特定信息，用于组织 PCB 加工的电

子信息层，而非物理层。 

3.4 PCB 布版准备 

在前两篇阅读材料中介绍过的实例电路图如图 B.64 所示。 

 

图 B.64 阅读材料已完成的实例 

实际上，图 B.64 电路图是仅从原理仿真角度考虑的，电源端和接地端虽然没有外部来源却并不影

响仿真。但从产品设计角度来看，如果 PCB 上没有一个实体元件与电源和接地终端相连，则电路是不

合理的，因此需要在上图中添加一个连接电源和地线的端子元件。 

为此，可在原理图中单击“对象选择器”上方的按钮 ，在弹出的“Pick Devices”对话框中找到 

“Connectors”类别下的端子元件 TBLOCK-M2，如图 B.65 所示。  
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图 B.65 添加连接端子元件 

双击 TBLOCK-M2 将其添加到对象选择器中→单击元件放置到原理图中→将端子分别连线到电源

和接地终端上→修改后的电路原理图如图 B.66 所示。 

 

图 B.66 在原理图中添加了连接端子 J1 

需要说明一点，在添加端子元件的“对象选择器”对话框（图 B.65）右上角有个不太明显的提示，

“No Simulator Model”，说明该元件没有仿真模型，是不能参与原理图仿真的。为在添加这个元件后不

影响原理图仿真，需要对元件 J1 进行仿真限制。具体方法是，双击 J1 弹出“编辑元件”对话框，如图

B.67 所示。 

勾选对话框左下角的 “不进行仿真”选项框，然后单击确定返回原理图。这样就不会影响图 B.66

的仿真运行了。 

1. 加载网络表 

网络表（netlist）是由元器件的封装模型和元器件间的连线关系组成的数据表。原理图完成后，网
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络表会被自动加载到 PCB 模块中。显然正确的原理图和与元件相关的封装模型是完成 PCB 设计的必要

条件。 

因此，在原理图仿真成功之后，需要核查一

下是否所有元器件都有 PCB 封装模型。如果没

有封装模型便需要进行添加。一般来讲，可能存

在下面 3 种状况，即已有了封装模型无需进行添

加；没有封装模型但可以借用已知模型进行添

加；没有封装模型，需要自制封装模型后再行添

加。下面分别进行介绍。 

①已有封装模型且无需更改 

打开原理图文件，双击每个元件，打开“编

辑元件”对话框，以 80C51（U1）为例，对话框

如图 B.68 所示。 

先观察“PCB Package”文本框里有无元件

的封装编号，这里显示有 DIL40，表明 80C51

已有默认的封装模型。如果想了解 DIL40 模型

细节，可以单击下拉选项框旁边的按钮 ，打

开“pick Package”对话框，输入关键词

“DIL40”，如图 B.69 所示。 

可以看到 DIL40 封装模型的形状与尺寸，

长度为 1.9 英寸，宽度 0.6 英寸，引脚间距 0.1

英寸。单击确定返回到编辑元件对话框。 

②没有封装模型但可以替用其它模型 

双击按钮 BUT（也可以右键打开弹窗→编

辑属性），打开“编辑元件”对话框如图 B.70

所示。 

可见，BUT 的对话框中没有出现“PCB 

Package”文本框，说明 BUT 元件没有对应的 

 

图 B.69  pick Package 对话框 

 

图 B.67 端子 J1 的编辑元件对话框 

 

图 B.68  80C51 的编辑元件对话框 
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封装模型。如果我们已知，封装编号为 RES60 的电阻元件，其封装模型的安装尺寸也适合于 BUT 使

用，可以作为 BUT 的封装模型，则添加封装模型的方法如下。 

首先勾选“使用文本方式编辑所有属性”选择框，在“All Properties”文本框中会出现一些文本

内容，如图 B.71 所示。 

  

图 B.70  BUT 的编辑元件对话框               图 B.71 All Properties 文本内容 

在上述文本内容的末尾添加一行命令“{PACKAGE=RES60}”，如图 B.72 所示。 

取消勾选“使用文本编辑所有属性”→“编辑元件”对话框中出现了“PCB Package”内容，封装

编号显示为 RES60。如图 B.73 所示。 

  

图 B.72 添加新的属性                    图 B.73  BUT 中添加了 RES60 封装模型 

此时封装模型 TBLOCK-M2 已添加到了 BUT 属性中了。 

如果发现打开的编辑元件对话框中虽有“PCB Package”选项，但其中的内容是(Not Specified)或

是其他封装代码，则只要用新的封装代码直接替换即可，这个方法适合于更改封装模型。 

③没有封装模型只能自制封装模型 

如果没有封装模型，也无法替用其他模型，则需要自制模型了，这种情形虽不很普遍，但却很有

代表性，有必要学会模型自制方法。 

2. 制作元件封装模型 

双击原理图的数码管 LED1，从编辑元件对话框可知它也没有封装模型，而且我们也没有可借用

的封装模型，此时就需要自制了。 

假设已知数码管 LED1 的引脚及外形尺寸定义如图 B.74 所示。 
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图 B.74 数码管的引脚及外形尺寸 

由图 B.74(a)可知，该数码管的第 8 脚为公共端，第 1～7 脚为字段 A～G。图 B.74(b)表明，该数码

管为双列直插式结构，纵向引脚的间距为 7mm，横向间距为 9mm，引脚直径为 0.25mm，最大外形尺寸

为 25mm×15mm×8mm。封装模型的制作方法如下。 

第一步 摆放焊盘 

将光标移到 PCB 编辑区的适当位置处→双击快捷键“O”，该位置可出现一个蓝色方格，表示已

将此点定义为伪原点，坐标为 0,0。 

单击模式工具栏的“正方形通孔焊盘模式”按钮 ，所有方形焊盘都会出现在“对象选择窗”

中，如图 B.75 所示。 

   

图 B.75 方形通孔焊盘列表                  图 B.76 在伪原点处放置方形焊盘 

根据图 B.74(b)的尺寸，数码管引脚直径为 0. 25mm，可选择“S-50-25”作为引脚 1 的焊盘（其中

50 代表方边尺寸，25 为通孔孔径尺寸）。单击 S-50-25 光标变成铅笔状→单击伪原点放置“S-50-25”焊

盘，如图 B.76 所示。 

方形焊盘通常作为直插式元件的第 1 引脚（以示区别），其余的要选择圆形焊盘。为此，单击“圆

形通孔焊盘模式”按钮 →选择“C-50-25”圆形焊盘→移动光标到坐标（7，0）处单击放下该焊盘→依

次移动光标到（14，0）、（21,0）、（21、-9）、（14，-9）、（7，-9）和（0，-9）处，单击放下圆形焊盘。

结果如图 B.77 所示。 

这里有个小技巧，放置焊盘前先单击菜单【视图】【snap 1mm】，将编辑区栅格宽度定为 1mm，

这样放置焊盘时就能通过数栅格节点代替看坐标显示了。 

第二步 分配引脚编号 
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右击放置好的方形焊盘→在弹出窗中选择“编辑属性”选项→弹出图 B.78 所示的“编辑单个管脚”

对话框→在“数量”文本框中输入 1→单击“确定”按钮，第一个引脚的编号便被标记在方形焊盘上。 

   

图 B.77 放置好全部焊盘                            图 B.78  编辑单个管脚对话框  

按照同样方法可为其他引脚分配编号，分配编号后的焊盘如图 B.79 所示。 

 

图 B.79 为全部焊盘编号 

第三步 添加元件边框 

单击模式工具栏的“选择模式”按钮 →单击编辑窗口左下角的“图层选择器”下拉菜单→选择

“Top Silk”（丝印）层→单击“模式工具栏”的“2D Graphics 框体模式”按钮 →将光标移动到坐标（-

2,3）→按住左键移动到坐标（23,12）→单击画出一个矩形元件边框（最大外形尺寸 25×15），结果如图

B.80 所示。  
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图 B.80 添加元件边框 

第四步 元件封装保存 

按住右键拖动鼠标，选中全部焊盘及其边框→选择菜单【库】→【制作封装】→弹出“制作封装”

对话框→在“新建封装名字”选项框中输入自定义的封装名称（如 LED_DISP）→在“封装类别”、“封

装类型”和“封装子类别”选项框中分别选择 Miscellaneous、Through Hole 和 LEDs→单击“保存封装

到库”中的“USERPKG”（用户库），结果如图 B.81 所示。 

 

图 B.81 元件封装保存 

单击“确定”按钮，结束封装工作。 

第五步 自定义封装引脚关联 

回到原理图界面→右击数码管 LED1→在弹出菜单中选择“封装工具”→弹出如图 B.82 所示的“封

装元件”对话框。 

单击”增加”按钮，在弹出的“Pick Packages”对话框中，根据类别、类型等条件找到在第四步中

自定义的封装名 LED_DISP（见图 B.83 所示）。   
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图 B.82 封装元件对话框 

 

图 B.83  Pick Packages 对话框 

单击“确定”按钮，返回“封装元件”对话框。按图 B.74(a)所示的引脚要求，在表的 A 列中依次

填入 1、2、3、8、4、5、6、7 的引脚编号（见图 B.84）。 
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图 B.84 填入 PCB 封装的引脚编号 

单击“指定封装”按钮→弹出“Select Library For Package Devices”（选择封装模型库）对话框→滚

动下拉条，找到“USERDVC”库，如图 B.85 所示。  

   

图 B.85 将封装模型库选择为 USERDVC          图 B.86 数码管的封装 
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单击“保存封装”按钮结束封装的引脚关联过程。在原理图中双

击数码管 LED1，在“编辑元件”对话框中已能看到其关联的 PCB 封

装名称了，如图 B.86 所示。 

此时需要确认取消了“不进行 PCB 布版”选项。 

到此为止，本实例原理图中所有元器件都添加了封装模型，此时

网络表已被自动加载到 PCB 模块中了，从“封装模式”下的“对象选

择器”中可以看到这些封装对象，如图 B.87 所示。 

3.5 PCB 布版实例 

PCB 布版的工作流程包括，元件布局、元件布线、敷铜、添加文

本标识、检验布版效果、输出布版文件等环节。 

1. 元件布局 

元件布局过程是指，将原理图中的元器件用相应的封装模型代替，放入 PCB 编辑区的“Board Edge”

（边界框）中的过程。 

布局分为手动布局和自动布局。手动布局就是手动放置元器件，其特点是可以方便将比较特殊的器

件放在特定的位置并加以锁定。手动布局适合于元器件较少的情况。 

自动布局则是自动放置元器件。单击自动布局按钮 ，在弹出对话框中单击 OK，就可把元件布局

于边界框中了。自动布局适合于比较复杂的电路，但布局的灵活性较差，往往还需要进行手动调整。 

元件布局一般应遵循几个基本规则： 

①按电气性能的分区进行布局，一般分为数字电路区（即怕干扰、又产生干扰）、模拟电路区（怕

干扰）和功率驱动区（干扰源）。 

②对完成同一功能的电路，应尽量靠近放置，并调整各元器件的方位以保证连线最为简洁。 

③对于体积大的元器件应优先放置；发热元件应与温度敏感元件应分开放置。 

④布局要求要均衡，疏密有序，美观大方，避免头重脚轻或一头沉。 

由于本实例电路较为简单，故直接采用手动布局方法，做法如下。 

选择“图层选择器”中的黄色“Board Edge”选项→单击模式工具栏中的“二维方框图形模式”按

钮 →按住鼠标左键，在编辑工作区上拖画出一个黄色方框（见图 B.88）。这个方框就是规划中的 PCB

板的边框，即元器件布局区的边界，其形状和大小随后都可以进行调整。 

 

图 B.88 添加元件边框 

 

图 B.87 封装模式下的封装对象 
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单击“模式工具栏”中的“元件模式”按钮 →在对象选择器中单击某一元件，如 U1→单击编辑

工作区，将 U1 元件的封装模型摆放到适当的位置。通过正反向旋转 90 度、水平反转、垂直反转等方

法可以调整 U1 摆放的姿态（见图 B.89）。 

 

图 B.89 将 U1 摆放到布局区内 

采用类似方法，可将“对象选择器”中的元件封装模型逐一摆放到布局区中。在摆放过程中，封装

模型之间会自动产生绿色的“飞线”（见图 B.90）。 

 

图 B.90 摆放封装模型时产生的飞线 

飞线是系统根据网络表自动生成的，用来指引系统自动/手动布线的一种连线。飞线只在逻辑上表

示各个焊盘之间的连接关系，并没有物理的电气连接意义。 

如果布局时元件的飞线出现交叉现象，表明在布线时将需要通过如过孔等措施进行连线变更，从而

使走线的难度加大。因此手工布局时应该通过调整元件的放置位置、方向或安装的板面，尽量减少飞线

的长度和交叉程度。 

元件布局完成后，可根据需要对元件的摆放位置、摆放方向、边框形状及尺寸进行调整，调整后的

元件布局如图 B.91 所示。 
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图 B.91 调整元件摆放位置、边框形状及尺寸 

2. 元件布线 

PCB 的布线也有自动布线和手动布线两种方式。一般是先用自动布线，然后手工修改，也可以直接

手工布线。为了简明我们采用自动布线方式，做法如下。 

单击菜单【工具】→【自动布线】，或单击系统工具栏中的“自动布线”按钮 ，可以弹出“基于现

状的自动布线器”设置窗口（见图 B.92）。 

   

图 B.92 基于现状的自动布线器设置窗口                    图 B.93 自动布线后的效果 

通常无须更改设置，单击“开始布线”按钮即可开始自动布线，此时“飞线”将被正式的引线所取

代（见图 B.93）。 

自动布线结束后可以放大图像，单击走线模式按钮 ，再右键单击需要修改的导线，进行导线移动

或改变线宽等操作，直至达到要求为止。 

3. 覆铜 

覆铜就是将 PCB 上闲置的空间作为基准面，然后用铜箔材料进行正反两面填充，这些铜箔区又称

为灌铜。覆铜的意义在于，可减小地线阻抗，提高抗干扰能力；降低压降，提高电源效率；可与地线相

连，减小环路面积。  

单击模式工具栏的“覆铜模式”按钮 →光标变为笔形状→按住鼠标左键在黄色边框线内拖曳出一
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块矩形覆铜区→松开鼠标后弹出“编辑覆铜”对话框（见图 B.94）。 

 

图 B.94  Top Copper 面敷铜设置 

单击“确定”按钮可对顶层进行覆铜操作，顶层覆铜效果如图 B.95 所示。 

   

图 B.95 底层敷铜结果                   图 B.96 顶层敷铜结果 

按住鼠标左键→在靠近黄色边框线附近再拖曳出一块矩形覆铜区→松开鼠标后，“编辑覆铜”对话

框可再次弹出（图 B.95）→单击“图层/颜色”下拉框，这次选择“Bottom Copper”→单击确定对底层

进行覆铜操作。底层覆铜结果如图 B.96 所

示。 

4. 添加文本标识 

PCB 设计时常在板上丝印面添加一

些文字标识，如厂商名称，产品型号等。

为此单击模式工具栏的“二维文本图形模

式”按钮 →选择“图层选择器”的“Top 

Silk”（顶部丝印）层→单击 PCB 边界框内

的适当位置→弹出“编辑二维图形文本”

对话框→在“字符串”文本框内输入所需

的内容，如“PCB TEST”，如图 B.97 所示。 

 

 

图 B.97 编辑二维图形文本对话框 
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单击确定关闭“编辑二维图形文本”对话框。同理，还可选择“Bottom Silk”（底部丝印）层，添加

其他文字。添加文字标识后的结果如图 B.98 所示。 

 

图 B.98 添加文字标识 

5. 检验布版效果 

单击系统工具栏的“3D 观察器”按钮 →启动三维预

览功能，利用预览窗下部的工具栏，如图 B.99 所示，可以

改变预览视角。完成后的 PCB 设计效果如图 B.100 和图

B.101 所示。 

  

（a）顶部面                                （b）底部面 

图 B.100  PCB 平面预览效果图 

 

图 B.99 预览工具栏 
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（a）顶部面                                （b）底部面 

图 B.101  元件安装预览效果图 

6.输出布版文件 

单击菜单【输出】→【Gerber 输出】→弹出“CAMCAM 输出”设置窗口，如图 B.102 所示。 

“图层/原图”中的勾选项为 PCB 制作的常用图层，勾选后可产生相应的输出文件。确定好存盘路径

并单击“确定”按钮后，可形成一个以* - CADCAM READ-ME.TXT 命名的 Gerber 光绘文件，如图 B.103

所示。 

 

图 B.102 光绘文件输出设置窗口 
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图 B.103 Gerber 光绘文件 

单击菜单【输出】→【输出图元文件】选项，可弹出“导出 Metafile”对话框（见图 B.104），分别

勾选相应图层选项，单击确定可生成如图 B.105 所示的一组分层图形文件。 

 

图 B.104 输出图元文件对话框 
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(a) 顶部铜箔层    （b）底部铜箔层    （c）顶部丝印层 

 

（d）底部丝印层   （e）钻孔层         （f）顶部阻焊层 

  

（g）底部阻焊层        （h）边界层 

图 B.105 分层图形文件 

至此，一个简单电路的 PCB 布版就结束了。实战中的 PCB 布版是非常复杂的，要考虑的因素很

多，也有很多设计禁忌需要充分了解，同时还需要大量的实战经验积累。只有勤学苦练不断实践才能

真正掌握 PCB 设计技能。 

PCB 布版完成后，还需经过印刷线路板加工→元器件焊接→目标代码固化→实验测试等后续环节

才能真正完成一个电子产品的开发。 
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